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PCB:s fiir HF-Einsatz erfordern viel Know-how —
insbesondere bei Multilayer-Boards
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Wafer-Rohlinge werden fiir den

Transport zur externen Weiterverarbeitung
bislang tiberwiegend von Hand in FOSBs
verpackt. Dafiir gibt es nun eine
Automatisierungslosung
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Materialien im HF-Einsatz sind stirker von Alterungsprozessen betrof-
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INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GroBbritannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Titelbild

Die ALBA PCB Group ist eine Unternehmensgruppe mit
hochspezialisierter Technologie fiir Leiterplatten. Durch die
Biindelung unserer Starken und die Ausnutzung starker
Synergien in Kombination mit qualifizierten und motivierten
Mitarbeitern wird hervorragender Service geboten. Eigene
Fertigungsstéatten im Bereich der Spitzentechnologie in
Europa und in Asien erlauben uns groBte Flexibilitét bei
hdchster Qualitét.

Weitere Informationen:
T: +49 (0) 6203 95880-0
E: info@alba-pcb.de

W: www.alba-pcb.de
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